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本标准主要起草人：

再生硅片
1  范围

本文件规定了再生硅片的分类、技术要求、测试方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存、订货单（或合同）内容等。

本文件适用于从半导体行业硅片的生产、芯片制造、封装测试、设备调试等环节中产生的，经过专门分选、预处理后符合环保要求和满足再次加工利用条件的硅单晶片。

注；上文中的再次加工指加工生产监控片/测试片、挡片/假片等。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检测方法

GB/T 14140  硅片直径量测方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法
GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法
GB/T 14264  半导体材料术语

3  术语和定义

GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1  

再生硅片  Recycling silicon wafers
从半导体行业硅片生产、芯片制造、封装测试、设备调试等环节中产生的，经过专门分选、预处理后符合环保要求和满足再次加工利用条件的硅单晶片。

4  分类

4.1  规格
再生硅片按直径大小分为125mm、150mm、200mm、300mm四种规格。

4.2  再生硅片的外观与来源
再生硅片的外观和来源见表1，外观图示例见附录A。
表1  再生硅片的外观和来源
	再生硅片外观
	再生硅片来源

	表面有切片时留下的切割线痕，台阶等，表面呈硅基色状态。
	来源于半导体硅片生产过程。



	硅基表面做过研磨或者磨削工艺，表面形态呈腐蚀坑状或螺纹状，呈硅基色状态。
	

	硅基表面做过抛光工艺，表面呈硅基色的抛光镜面状态。
	

	硅基表面做过背封工艺，一般表面呈灰白色及浅蓝色为主。
	

	硅基表面做过扩散工艺，一般表面呈硅基色。
	来源于半导体芯片生产过程。

	硅基表面做过外延工艺，依表面材质不同呈不同颜色。
	

	一般作调机、测试时使用，不同制程工艺测试基片表面呈现不同颜色，表面会有轻微机械损伤，例螺纹印、月牙印、胎具印、台阶等
	


5  技术要求

再生硅片技术要求见表2。

表2  再生硅片技术要求
	规格
	性能要求

	
	表面质量
	厚度

μm
	总厚度变化

μm
	翘曲度

μm
	弯曲度

μm

	直径125mm
	无崩边，其它表面状态无要求（例如划痕，凹坑，鸭爪，裂纹，台阶，白圈，雾，橘皮，沾污等）。
	≥500
	≤50
	≤100
	≤100

	直径150mm
	无崩边，其它表面状态无要求（例如划痕，凹坑，鸭爪，裂纹，台阶，白圈，雾，橘皮，沾污等）。
	≥500
	≤50
	≤100
	≤100

	直径200mm
	无崩边，其它表面状态无要求（例如划痕，凹坑，鸭爪，裂纹，台阶，白圈，雾，橘皮，沾污等）。
	≥550
	≤50
	≤100
	≤100

	直径300mm
	无崩边，其它表面状态无要求（例如划痕，凹坑，鸭爪，裂纹，台阶，白圈，雾，橘皮，沾污等）。
	≥600
	≤50
	≤100
	≤100


6  测试方法

6.1  硅片直径测试按GB/T 14140进行。

6.2  硅片表面质量目测检测按GB/T 6624进行。

6.3  硅片厚度和总厚度变化测试按GB/T 6618进行。

6.4  硅片翘曲度测试按GB/T 6620进行。

6.5  硅片弯曲度测试按GB/T 6619进行。

7  检验规则
7.1  检查和验收

7.1.1  再生硅片由供方质量检验部门进行检验或委托第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写随行文件。
7.1.2  需方或相关监管部门可对收到再生硅片按照本标准及订货单（或合同）的规定进行复验，复验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应单独封存该批产品，并在收到之日起7天内向供方提出。如需仲裁，由供需双方协商解决。

7.2  组批

每批由相同的规格的再生硅片构成。

7.3  检验项目及取样

再生硅片的检验项目及取样应符合表3的规定。

表3  检验项目及取样
	检验项目
	取样
	技术要求的章条号
	试验方法的章条号

	表面质量
	每10000片抽取10片，不足10000片时抽取10片
	5
	6.2

	厚度
	
	5
	6.3

	总厚度变化
	
	5
	6.3

	翘曲度
	
	5
	6.4

	弯曲度
	
	5
	6.5


7.4  检验结果的判定

若受试样品通过表3中各项检验合格比率超过80%时，则判定该批产品检验合格。若外观、厚度或直径的检验结果中任一试样的任一检验项目不合格比率超过20%时，则判定该批产品检验不合格。
8  标志、包装、运输、贮存

8.1  标志

包装箱外应标有“小心轻放”、“防潮”、“防腐”、“防压”等字样或标志并注明：

a) 产品名称；

b) 产品规格；

c) 产品件数或重量（毛重/净重）；

8.2  包装

再生硅片应按照相应规格的盒子或泡沫盒进行包装，然后将盒子放入包装箱并打托固定。包装箱应采取防破碎，防损伤，防沾污等措施。特殊的包装要求由供需双方商定。

8.3  运输

再生硅片在运输过程中应轻装轻卸，严禁抛掷，应采取防震、防倒及防潮等措施。

8.4  贮存

再生硅片应贮存在清洁、干燥的环境中。

9  订货单（或合同）内容
订购本标注所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品规格及名称；

b) 产品批号；

c) 产品数量；

d) 交货日期；

e) 其它等特殊要求。
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